




























专利名称(译) 脚趾矫正装置及其制造方法

公开(公告)号 US20200008966A1 公开(公告)日 2020-01-09

申请号 US16/458750 申请日 2019-07-01

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 LIU KAIRAN

发明人 LIU, KAIRAN

IPC分类号 A61F5/01 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/6829 A61F5/0111 A61F5/019 A61F5/14 A61B5/1074 A61B5/14517 A61B5/14551 A61B5/14552 
A61B5/4528 A61B5/6807 A61B5/746 A61B2562/12 A61B5/0053 A61B5/1121 A61B5/4538 A61B5
/4836 A61B5/6812 A61B2562/0247

优先权 201810716269.8 2018-07-03 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种脚趾矫正装置及其制造方法。 脚趾校正装置包括：第一传感
器，该第一传感器可附接至拇趾的第一侧，邻近第二趾，用于测量拇趾
与第二趾之间的第一压力信息；以及第一传感器。 处理器，用于根据所
述第一压力信息确定所述拇指向第二脚趾弯曲的程度，并根据所述程度
控制所述拇指与所述第二脚趾之间的可调气囊的充气量或放气量。 拇指
弯曲到第二个脚趾。
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